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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeldor eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelrt 

(§) Leiterrahmen und Gehause fur ein strahlungsemittierendes Bauelement, strahlungsemittierendes Bauelement 
und Anzeige- und/oder Beleuchtungsanordnung mit strahlungsemittierenden Bauelementen 

© Die Erfindung beschreibt einen Leiterrahmen fur ein 
oberflachenmontierbares strahlungsemittierendes Bau- 
element, vorzugsweise ein Lichtemissionsdiodenbauele- 
ment mit mindestens einem Chipanschluftbereich und 
mindestens einem externen AnschluBstreifen, wobei der 
Leiterrahmen eben gebildet ist und zwischen dem Chip- 
anschlufcbereich und dem externen AnschluBstreifen ein 
Federelement angeordnet ist, das eine elastische Verfor- 
mung des Leiterrahmens in der Ebene des Leiterrahmens 
ermoglicht. Weiterhin wird ein Gehause, ein oberflachen- 
montierbares Bauelement und eine Anordnung mit einer 
Mehrzahl solcher Bauelemente angegeben. 



s 

o 




■40c 



LU 
Q 



BUNDESDRUCKEREI 01.03 102 710/234/1 10 



DE 101 4C 

l 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betriffl einen Leiterrahmen nach 
dem OberbegrifF des Palentanspruchs 1 , ein Gehause nach 
dem OberbegrifF des Patentanspruchs 14, ein strahlungs- 5 
emittierendes Bauelement nach dem OberbegrifF des Patent- 
anspruchs 25 sowie eine Anzeige- und/oder Beleuchtungs- 
anordnung mit strahlungsemittierenden Bauelementen nach 
dem OberbegrifF des Patentanspruchs 30. 
[0002] Ein strahlungsemittierendes Bauelement der ge- 10 
nannten Art ist in Fig. 7 schematisch dargestellt und bei- 
spieisweise in der EP 0 400 176 Al beschrieben. Das Bau- 
element weist einen Gehausegrundkorper 31 mit einer Auf- 
iageflache 32 auf, in den ein Leiterrahmen 33 eingebettet ist. 
Teile des Leiterrahmens 33 sind als AnschluBstreifen ausge- 15 
bildet, die aus dem Gehausegrundkorper 31 herausragen und 
im weiteren VerlauF so gebogen sind, daB ihre AnschluBfla- 
chen 34 mit der Aufiageflache 32, die die Montageebene des 
Bauelements festlegt, in einer Ebene liegen. Die Biegungen 
35 in den AnschluBstreifen verleihen den AnschluBstreifen 20 
gewisse elastische Eigenschaften, so daB einerseits eine sta- 
bile, kippfreie Auflage des Bauelements, beispielsweise auf 
einer Leiterplatte gewahrleistet ist und andererseits mecha- 
nische Spannungen, die insbesondere beim Einloten des 
Bauelements entstehen konnen, elastisch abgefangen wer- 25 
den. Da Temperaturanderung beim Einloten des Bauele- 
ments und auch im Betrieb in der Regel unvermeidlich sind 
oder deren Vermeidung zumindest einen hohen Aufwand er- 
fordert, kann auf eine gewisse Elastizitat des Bauelements 
nicht verzichtet werden. 30 
[0003] Weiterhin mussen die AnschluBstreifen so geformt 
sein, daB Bauelemente, die als Schiittgut gepackt sind, sich 
nicht ineinander verhaken. SchlieBlich muB durch die An- 
schluBstreifen eine ausreichend stabile Befestigung des 
Bauelements sichergestellt sein. 35 
[0004] Die bekannte gebogene Ausfuhrungsform der An- 
schluBstreifen erhoht allerdings sowohl vertikal wie hori- 
zontal den Platzbedarf fur ein solches Bauelement. Durch 
die gestreckt S-formigeh Biegungen 35 ist in horizontaler 
Richtung ein gewisser Mindestabstand der AnschluBflachen 40 
34 von dem Gehausegrundkorper 31 vorgegeben. Dessen 
Verringerung wiirde eine starkere Biegung des Leiterrah- 
mens 33 erfordem und damit die Gefahr erhohen, daB sich 
Bauelemente ineinander verhaken. Durch die Biegung 35 
des Leiterrahmens 33 zur Montageflache 32 des Bauele- 45 
ments hin wird zudem das von dem Bauelement bean- 
spruchte Volumen erhoht und die mini male Hohe des Bau- 
elements im eingebauten Zustand festgelegt 
[0005] Bei sehr kleinen Bauformen, die beispielsweise 
eine hohe Packungsdichte und/oder flache Bauweise und/ 50 
oder eine Montage in runden Leiterbahndurchbriichen, das 
heiBt Bohrungen ermoglichen soli, ist der Platzbedarf so ge- 
ring wie moglich zu halten. 

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen 
Leiterrahmen und ein Gehause fur ein strahlungsemittieren- 55 
des oberflachenmontierbares Bauelement und ein strah- 
lungsemittierendes oberflachenmontierbares Bauelement 
sowie eine Anzeige- und/oder Beleuchtungsanordnung mit 
strahlungsemittierenden oberflachenmontierbaren Bauele- 
menten mit jeweils geringem Platzbedarf anzugeben. Insbe- 60 
sondere ist es Aufgabe der Erfindung, einen Leiterrahmen 
zu schafFen, der zudem eine ausreichende Elastizitat bei 
gleichzeitig ausreichender mechanischer Stabilitat aufweist 
[0007] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der Pa- 
tentanspriiche 1, 14, 25 bzw. 30 gelost. Vorteilhafte Weiter- 65 
bildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhangigen 
Anspriiche. 

[0008] Der Erfindung b'egt die Idee zu Grunde, den Leiter- 
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rahmen fQr ein strahlungsemittierendes Bauelement insbe- 
sondere im Bereicb auBerbalb eines Gehauses weitestge- 
hend eben auszubilden und dabei so zu formen, daB durch 
Deformation entstehende Verspannungen in der Ebene des 
Leiterrahmens elastisch abgefangen werden. Dabei bilden 
Teile des Leiterrahmens zugleich die Aufiageflache des 
Bauelements. 

[0009] ErfindungsgemaB ist insbesondere vorgesehen, ei- 
nen Leiterrahmen fur ein oberflachenmontierbares strah- 
lungsemittierendes Bauelement, beispielsweise einer Licht- 
emissionsdiode, zu bilden, der mindestens einen Chipan- 
schluBbereich und mindestens einen extemen AnschluB- 
streifen aufweist, wobei der Leiterrahmen eben ausgebildet 
ist und zwischen dem ChipanschluBbereich und dem exter- 
nen AnschluBstreifen ein Federelement angeordnet ist, das 
eine elastische oder plastische Verformung des Leiterrah- 
mens in der Ebene des Leiterrahmens ermoglicht 
[0010] Vorzugsweise weist der Leiterrahmen zwei oder 
mehr AnschluBstreifen auf, wobei jeweils ein Federelement 
zwischen AnschluBstreifen und dem ChipanschluBbereich 
angeordnet ist. 

[0011] Durch die ebene Ausfuhrung des Leiterrahmens 
kann mit Vorteil ein Bauelement gebildet werden, das senk- 
recht zur Leiterrahmenebene nur sehr geringe Gehauseaus- 
dehnungen und einen sehr geringen Platzbedarf aufweist 
Weiterhin kann die exteme AnschluBflache des Bauele- 
ments nahe an dem Bauelementgehause angeordnet werden, 
da der horizontale Platzbedarf auf Grund der ebenen Aus- 
fuhrungsform sehr gering ist. Die Federelemente gewahrlei- 
sten dabei eine ausreichende Flexibility gegen Verspannun- 
gen und Deformationen, wie sie beispielsweise beim Einlo- 
ten oder auf Grund von thermischer Belastung im Betrieb 
des Bauelements entstehen konnen. 

[0012] Mit der erfindungsgemaBen Ausfuhrung des Lei- 
terrahmens, Gehauses bzw. Bauelements kann vorteilhafter- 
weise vermieden werden, dass Leiterrahmenteile erst nach 
Herstellen eines Bauelementgehauses gebogen werden mus- 
sen. Dies ist insbesondere bei durch Umpressen oder Urn- 
spritzen hergestellten Gehausekorpern von Bedeutung. Die 
Gefahr der Delamination von Gehause und Leiterrahmen 
wird dadurch verringert, was insbesondere bei stark minia- 
turisierten Gehausen verstarkt zur Geltung kommt. 
[0013] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung ist das Federelement als Federstreifen ausgebildet, der 
ausreichend schmal ist, um die erforderliche Flexibility des 
Leiterrahmens zu gewahrleisten. Vorzugsweise ist dieses 
Federelement schmaler als der angrenzende AnschluBstrei- 
fen ausgefuhrt und verlauft quer zur Haupterstreckungsrich- 
tung des Leiterrahmens. Durch diesen Verlauf des Feder- 
streifens wird erreicht, dass mechanische Spannungen in der 
Ebene des Leiterrahmens weitgehend unabhangig von ihrer 
Richtung gut abgefedert werden konnen. Weiterhin ermog- 
licht diese Ausfuhrungsform eine einfache und kostengtin- 
stige Herstellung des Leiterrahmens, indem der Leiterrah- 
men aus einem Blech oder einer Folie ausgestanzt wird. An- 
schluBstreifen und angrenzende Federelemente, sowie Teile 
des ChipanschluBbereichs sind dabei einstuckig gebildet 
und konnen in einem Arbeitsschritt aus einem Blech oder ei- 
ner Folie gestanzt sein. 

[0014] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin- 
dung weist der AnschluBstreifen einen Vorsprung und/oder 
ein Gehausekorper einen Vorsprung oder eine Nut auf, der 
bzw. die eine Verankerung des AnschluBstreifens in dem 
Gehausekorper ermoglicht. Damit wird die Gefahr einer 
Verbiegung des Leiterrahmen bzw. der AnschluBstreifen 
senkrecht zur Leiterrahmenebene verringert 
[0015] Der ChipanschluBbereich ist vorzugsweise zwei- 
teilig mit einem ChipanschluBteil und einem DrahtanschluB- 
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teil ausgefuhrt, wobei der Chipanschlufiteil zur Montage ei- 
nes strahlungsemittierenden Chips vorgesehen ist. Die wei- 
tere Kontaktierung des Chips erfolgt mittels einer Drahtver- 
bindung zu dem DrahtanschluBteil. 

[0016] Zwischen dem Federelement und dem Chipan- 5 
schlussbereich weist der Leiterrahmen vorzugsweise minde- 
stens ein Halteelement zur Fixierung des ChipanschluBbe- 
reiches in einem Bauelementgehause auf. Dieses dient ins- 
besondere zur Zugentlastung des Chipanschlussbereiches. 
Ein solches Halteelmente ist beispielsweise mittels einer 10 
Aussparung oder eines Durchbruches im Leiterrahmen rea- 
lisiert, in die bzw. den das Bauelementgehause eingreift. 
[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin- 
dung ist der Leiterrahmen teilweise in ein Gehause einge- 
bettet, wobei die Federelemente mit den angrenzenden An- 15 
schluBstreifen aus dem Gehause herausgefuhrt sind. Weiter- 
hin kann das Gehause ein Strahlungsaustrittsfenster in Form 
einer geeignet geformten Ausnehmung aufweisen, in der der 
ChipanschluBbereich des Leiterrahmens angeordnet ist. 
Vorzugsweise sind die Seitenflachen des Strahlungsaus- 20 
trittsfensters als Strahlungsreflektor ausgebildet. Altemativ 
kann das Gehause auch aus einem strahlungsdurchlassigen 
Material bestehen und den strahlungsemittierenden Chip 
vollstandig einhiillen. 

[0018] Eine bevorzugte Weiterbildung eines erfindungs- 25 
gemaBen Gehauses weist umfangsseitige Vorspriinge auf, 
die in der Aufsicht mit den Federelementen des Leiterrah- 
mens teilweise uberlappen. Vorteilhafterweise wird so die 
Gefahr einer Verbiegung der AnschluBstreifen bzw. der Fe- 
derelemente senkrecht zur Leiterrahmenebene reduziert 30 
Dazu konnen zusatzlich oder altemativ Vorspriinge an den 
AnschluBstreifen wie bereits beschrieben gebildet sein, die 
in den Gehausekorper hineinragen. 

[0019] Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
weist der Gehausekorper parallel zur Ebene des Lotan- 35 
schluBstreifens eine im Wesendichen kreisrunde oder ovale 
Querschnittsform auf. 

[0020] Bei einem erfindungsgemaBen strahlungsemittie- 
renden Bauelement ist auf dem ChipanschluBbereich bzw. 
dem Chipanschlufiteil des Leiterrahmens ein strahlungs- 40 
emittierender Chip, beispielsweise ein Halbleiterchip befe- 
stigt. Der Halbleiterchip und Teile des Leiterrahmens sind 
von einem Gehause der beschriebenen Art umgeben. 
[0021] Ist der Chip innerhalb eines Strahlungsaustrittfen- 
sters angeordnet, so kann dieses vorteilhafterweise mit einer 45 
dem Chip umhullenden, transparenten Masse, vorzugsweise 
einer Kunststoffmasse gefiillt sein. Diese Umhiillung dient 
dem Schutz des Chips und ermoglicht zudem die Ausbil- 
dung eines dem strahlungsemittierenden Chip nachgeordne- 
ten optischen Elements, beispielsweise in Form einer Lin- 50 
senoberflache. Als Umhiillung eignen sich insbesondere Re- 
aktionsharze wie Epoxidharze, Acrylharze oder Silikon- 
harze oder eine Mischung dieser Harze. 
[0022] Weitere Merkmale, Vorzuge und ZweckmaBigkei- 
ten der Erfindung werden nachfolgend an Hand von funf 55 
Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert 
[0023] Es zeigen: 

[0024] Fig. 1 eine schematische Aufsicht auf ein Ausfuh- 
rungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Leiterrahmens, 
[0025] Fig. 2 eine schematische Aufsicht auf ein erstes 60 
Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Gehauses, 
[0026] Fig. 3a, 3b und 3c eine schematische Aufsicht, Sei- 
tenansicht und Unteransicht eines zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiels eines erfindungsgemaBen Gehauses, 
[0027] Fig. 4 eine schematische perspektivische Ansicht 65 
eines Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungsgemaBen Bau- 
elements, 

[0028] Fig. 5 eine schematische Schnittansicht eines er- 
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sten Ausfuhrungsbeispiels einer erfindungsgemaBen Mehr- 
fachanordnung strahlungsemittierender Bauelemente, 
[0029] Fig. 6 eine schematische Schnittansicht eines 
zweiten Ausfuhrungsbeispiels einer erfindungsgemaBen 
Mehrfachanordnung strahlungsemittierender Bauelemente 
und 

[0030] Fig. 7 ein oberflachenmontierbares Bauelement 
nach dem Stand der Technik. 

[0031] Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den 
Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. 
[0032] Der in Fig. 1 dargestellte Leiterrahmen 1 ist eben 
und zweiteilig ausgefuhrt. Beide Leiterrahmenteile la und 
lb weisen jeweils einen AnschluBstreifen 2a, 2b auf, an den 
ein Federelement 3a, 3b grenzt. Von den Federelementen 3a, 
3b erstrecken sich beide Leiterrahmenteile la, lb zu einem 
ChipanschluBbereich 4. Dabei kann beispielsweise das eine 
der beiden in den ChipanschluBbereich 4 ragenden Leiter- 
rahmenteile la als Chipanschlufiteil 14 mit einer Montage- 
flache fur einen Chip, vorzugsweise einen strahlungsemit- 
tierenden Halbleiterchip, vorgesehen sein. Entsprechen 
kann das andere Leiterrahmenteil lb als DrahtanschluBteil 
13 ausgebildet sein und eine DrahtanschluBflache aufwei- 
sen, die zum elektrischen Kontaktieren des Chips dient 
[0033] Die Federelemente 3a, 3b sind in Form schmaler 
Streifen ausgefuhrt, deren Breite schmaler ist als die Breite 
der angrenzenden AnschluBstreifen 2a, 2b. Diese Federstrei- 
fen verlaufen senkrecht zur Langsachse 5 des Leiterrahmens 
1, die mit der Haupterstreckungsrichtung des Leiterrahmens 
zusammenfallt 

[0034] Durch die beschriebene Formgebung wind dem 
ebenen Leiterrahmen 1 eine Elastizitat verliehen, so daB 
Verspannungen in der Leiterrahmenebenen, beispielsweise 
durch Zug in den gezeigten Richtungen 7a, 7b, wie sie bei 
oder nach dem Einloten auf Grund verschiedener thermi- 
scher Ausdehnungskoeffizienten auftreten konnen, vermit- 
tels der Federelemente 3a, 3b abgefangen werden. Dadurch 
wind insbesondere eine tJbertragung der Spannungen auf 
Teile eines einen solchen Leiterrahmen einbettenden Gehau- 
sekorpers 80 (in Fig. 1 durch den gestrichelten UmriB ange- 
deutet) vermieden, die zu Rissen oder anderweitigen Be- 
schadigungen des Gehauses fuhren konnen. 
[0035] In dem Leiterrahmen 1 sind femer kreisformige 
Durchbriiche 6a, 6b gebildet, die die Halterung des Leiter- 
rahmens in einem Gehause verbessem. Durch diese Durch- 
briiche 6a, 6b konnen entsprechend geformte Zapfen eines 
Gehausekorpers 80 gefuhrt sein, die eine Verschiebung des 
Leiterrahmens innerhalb Gehauses weitestgehend unterbin- 
den. 

[0036] Ist der Gehausekorper 80 beispielsweise zumindest 
teilweise durch Umhullen des Leiterrahmens 1 mit einer 
Formmasse, beispielsweise vermittels eines SpritzguB- oder 
SpritzprefiguBverfahrens, gebildet, so fullt die Formmasse 
die Durchbriiche aus, wodurch die oben genannten Zapfen 
ausgebildet werden, die im festen Zustand fur die zusatzli- 
che Halterung des Leiterrahmens im Gehause sorgen. 
[0037] Weiterhin weist der AnschluBstreifen 2b einen 
Vorsprung 9 auf, der eine zusatzliche Verankerung des Lei- 
terrahmens im Gehausekorper 80 ermoglicht und insbeson- 
dere dazu dient, eine Verbiegung des AnschluBstreifens 2b 
und/oder des angrenzenden Federelementes 3b aus der Lei- 
terrahmenebene heraus zii verhindern. Dazu kann, wie im 
folgenden noch genauer beschrieben wind, zusStzlich oder 
alternativ auch ein Vorsprung 10 an einem Gehause dienen, 
der ebenfalls eine solche Verbiegung verhindert 
[0038] In Fig. 2 ist eine schematische Aufsicht auf ein 
Ausfiihrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen Gehauses 
fur ein strahlungsernittierendes Bauelement gezeigt. 
[0039] Ein Gehausekorper 80 umfaBt hierbei einen betref- 
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fend die auBere Kontour weitgehend rotationssymmetri- 
schen Gehausegrundkorper 8 mit einem in der Abbildung 
kreisfSrmigen UmriB, in den ein Leiterrahmen 1 teilweise 
eingebettet ist. Der Leiterrahmen 1 ist, wie im vorigen Aus- 
fuhrungsbeispiel, eben und zweiteilig gebildet, wobei die 5 
beiden Leiterrahmenteile jeweils einen extemen Anschluft- 
streifen 2a, 2b und ein daran anschlieBendes Federelement 
3a, 3b, sowie ein ChipanschluBteil 14 bzw. ein Drahtan- 
schluBteil 13 aufweisen. ChipanschluBteil 14 und Drahtan- 
schluBteil 13 sind voneinander beabstandet in einem ge- 10 
meinsamem ChipanschluBbereich 4 in dem Gehause ange- 
ordnet. 

[0040] Weiterhin ist an den AnschluBstreifen 2a, 2b je- 
weils ein Vorsprung 9a, 9b geformt, der in den Gehause- 
grundkorper 8 hineinragt und so eine Verbiegung des Leiter- 15 
rahmens 1 senkrecht zur Leiterrahmenebene verhinderL 
[0041] Der Gehausegrundkorper 8 besteht vorzugsweise 
aus einer Formmasse und ist durch Umhiillen des Leiterrah- 
mens 1 mit dieser Formmasse, beispielsweise vermittels ei- 
nes SpritzguB- oder SpritzpreBguBverfahrens hergestellt 20 
Die Formmasse fullt dabei auch die Durchbriiche 6a, 6b und 
6c in dem Leiterrahmen 1 aus, so daB eine mechanisch sta- 
bile Verankerung des Leiterrahmens 1 in dem Gehause- 
grundkorper 8 gewahrleistet ist. 

[0042] Der Gehausegrundkorper 8 weist ferner ein Strah- 25 
lungsaustrittsfenster 12 in Form einer kegelstumpfartigen, 
sich in Richtung der Hauptabstrahlungsrichtung erweitern- 
den Ausnehmung auf, in die das ChipanschluBteil 14 bzw. 
das DrahtanschluBteil 13 des Leiterrahmens hineinragen, 
das heiBt, mit einer Oberflache zumindest an den Innenraum 30 
der Ausnehmung grenzen, und insbesondere zumindest ei- 
nen Teil der Bodenflache des Strahlungsaustrittsfensters 12 
bilden. Dazu ist in dem Strahlungsaustrittsfenster 12 eine 
gesonderte Aussparung 18 gebildet, deren Grundflache den 
ChipanschluBbereich 4 bildet und die Montageebene fur ei- 35 
nen Chip bzw. eine Drahtverbindung definiert 
[0043] Die Seitenwand des Strahlunsaustrittsfensters, die 
die Bodenflache der Ausnehmung mit der auBeren Flache 
des Gehausegrundkorpers 8 verbindet, ist derart ausgefuhrt, 
dass sie als Reflektorflache fur eine von dem Chip 16 abge- 40 
strahlte elektromagnetische Strahlung wirkt Sie kann je 
nach gewiinschtem Abstrahlverhalten eben oder konkav 
sein. 

[0044] Die Seitenwand ist vorzugsweise derart ausge- 
fuhrt, dass der Chip 16 mittig in der durch sie gebildeten Re- 45 
fiektorwanne angeordnet ist, und dass sie besonders bevor- 
zugt im Wesentlichen bis an den Montagebereich fur den 
Chip auf dem Leiterrahmen 1 herangefuhrt ist Letzteres be~ 
deutet, dass nur dieser Montagebereich alleine im Wesentli- 
chen die gesamte Bodenflache der kegelstumpfartigen Aus- 50 
nehmung darstellt Das heiBt, dass die Bodenflache bevor- 
zugt nur so groB ist, wie fur die Chipmontage notig ist Um 
dies weitestgehend zu erreichen, ist in der Seitenwand eine 
Aussparung 18 fur eine Drahtverbindung 17 vom Drahtan- 
schluBteil 13 zum Chip 16 vorgesehen (vgl. Fig. 4). 55 
[0045] In Fig. 3 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel eines 
erfindungsgemaBen Gehauses gezeigt In Fig. 3a ist die Un- 
teransicht, in Fig. 3b die Seitenansicht und in Fig. 3c die 
Aufsicht des Gehauses dargestellt 

[0046] Im Unterschied zu den vorher beschriebenen Aus- 60 
fuhrungsbeispielen sind umfangsseitig an dem Gehause 
Vorspriinge 10a, 10b und 10c angeordnet, die eine Verbie- 
gung des Leiterrahmens 1 senkrecht zur Leiterrahmenebene 
verhindern (vgl. Fig. 3b und 3c). Das Gehause ist insbeson- 
dere fiir ein LED-Bauelement vorgesehen. Zur Markierung 65 
des Kathodenanschlusses des Leiterrahmens 1 weist das Ge- 
hause auf einer Seite eine Anschragung 15 sowie zwei ge- 
trennte Gehausevorspriinge 10a, 10c auf, wahrend gegen- 



uberliegend ein einziger breiterer Vorsprung 10b angeformt 
ist 

[0047] Die Vorspriinge 10a, 10b und 10c sind dabei so an- 
geordnet, daB sie in der Aufsicht bzw. in der Unteransicht 
mit den Federelementen 3a, 3b uberlappen und so eine ver- 
tikale Verbiegung der Federelemente behindem. 
[0048] In Fig. 4 ist perspektivisch ein Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen strahlungsemittierenden 
Bauelements dargestellt. Das Gehause des Bauelements ent- 
spricht dem vorigen Ausfuhrungsbeispiel. Auf dem von 
dem ChipanschluBteil 14 gebildeten Bereich der Grundfla- 
che des Strahlungsaustrittfensters 12 ist ein strahlungsemit- 
tierender Chip 16, beispielsweise ein Halbleiterchip wie 
eine Halbleiter-LED oder ein Halbleiterlaser befestigt, bei- 
spielsweise aufgelotet oder mittels eines elektrisch leitfahi- 
gen Haftmittels aufgeklebt. 

[0049] Auf der von dem Leiterrahmen 1 abgewandten 
Vorderseite weist der Halbleiterchip 16 eine Kontaktflache 
auf, von der aus eine Drahtverbindung 17 zu dem Drahtan- 
schluBteil 13 gefuhrt ist Die schragstehende Seitenflache 11 
des Strahlungsaustrittfensters 12 dient als Reflektor fiir eine 
von dem Halbleiterchip 16 zur Seite ausgesandte Strahlung. 
[0050] In Fig. 5 ist eine Mehrfachanordnung erfindungs- 
gemaBer Bauelemente gezeigt In einem Trager 19, bei- 
spielsweise einer Platine, ist eine Mehrzahl von Durchbrii- 
chen 20 gebildet Weiterhin weist der Trager eine Abstrah- 
lungsseite 21 auf. 

[0051] Auf der der Abstrahlungsseite gegenuberliegenden 
Seite des Trager ist eine Mehrzahl erfindungsgemaBer strah- 
lungsemittierender Bauelemente befestigt, wobei jeweils ein 
Teil des Gehausekorpers 80 eines strahlungsemittierenden 
Bauelements gemaB Fig. 4 in einen der Durchbriiche 20 hin- 
einragt und die Abstrahlungsrichtung 24 durch die Durch- 
briiche 20 hindurch verlauft 

[0052] Die AnschluBstreifen 2a, 2b der jeweiligen Leiter- 
rahmen der Bauelemente liegen auf der der Abstrahlungs- 
seite 21 gegenuberliegenden Oberflache des Tragers 19 auf. 
Zur Befestigung der Bauelemente konnen Klebeverbindun- 
gen oder Lotverbindungen dienen. Auf Grund des eben aus- 
gebildeten Leiterrahmens, der insbesondere keine Biegun- 
gen aufweist, ist der Platzbedarf horizontal und vertikal 
deutlich geringer als bei Bauelementen nach dem Stand der 
Technik. Insbesondere ermoglicht die Erfindung eine teil- 
weise versenkte Montage der Bauelemente. 
[0053] Auf Grund der als Federstreifen in dem Leiterrah- 
men ausgebildeten Federelemente 3a, 3b ist der Leiterrah- 
men ausreichend flexibel gebildet, um Verspannungen und 
Verformungen elastisch oder gegebenenfalls plastisch abzu- 
fangen, ohne daB schadliche Verspannungen auf das Ge- 
hause oder einen darin befindlichen strahlungsemittierenden 
Chip iibertragen werden. Diese Montageanordnung ist ins- 
besondere fur dicht gepackte flache Anzeigemodule geeig- 
net 

[0054] Vorzugsweise ist der Trager oder zumindest die ab- 
strahlungsseitige Oberflache strahlungsabsorbierend, bei- 
spielsweise geschwarzt ausgefuhrt, so daB der Kontrast der 
einzelnen strahlungsemittierenden Bauelemente gegenuber 
der Umgebung erhoht wird. Dies ist insbesondere bei Mehr- 
fachanordnungen vorteilhaft, die als Anzeigevorrichtung 
vorgesehen sind. 

[0055] In Fig. 6 ist eine weitere Mehrfachanordnung erfin- 
dungsgemaBer Bauelemente gezeigt Im Unterschied zur 
vorangehenden Mehrfachanordnung ist die in Fig. 6 ge- 
zeigte Mehrfachanordnung insbesondere als Hintergrundbe- 
leuchtung, beispielsweise fiir eine FlUssigkristallanzeige, 
geeignet 

[0056] Auf einem Trager 19 sind wie im vorigen Ausfuh- 
rungsbeispiel erfindungsgemaBe strahlungsemittierende 
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Bauelemente teilweise versenkt montiert Abstrahlungssei- 
tig ist dem Trager bzw. den Bauelementen eine Streuplatte 
22 nachgeordnet Weiterhin ist der Trager 19 oder zumindest 
die abstrahlungsseitige Oberflache des TVagers 19 vorzugs- 
weise gleichmaBig diffus reflektierend, beispielsweise weiB 5 
ausgefiihrt Dadurch wird eine weitgehend homogene Hin- 
ted euchtung in auBerst flacher Bauweise ermoglicht Der 
Streuplatte nachgeordnet ist beispielsweise eine zu beleuch- 
tende LCD-Anzeige 23. 

[0057] Der Trager kann sowohl, wie oben beschrieben, 10 
starr als auch flexibel, zum Beispiel in Form einer Kunst- 
stoff- oder Keramikfolie ausbildet sein, so dass ein Hinter- 
leuchtungs- oder Anzeigemodul auf einfache Weise ver- 
schiedenen Formen angepaBt und vorteilhafterweise sogar 
an sich verandernde Flachen montiert werden kann. 15 
[0058] Die Erlauterung der Erfindung an Hand der gezeig- 
ten Ausfuhrungsbeispiele ist selbstverstandlich nicht als Be- 
schrankung der Erfindung hierauf zu verstehen. Beispiels- 
weise kann der Chip unrnittelbar auf einer Chipmontagefia- 
che des Gehausegrundkorpers 8 montiert, zum Beispiel ge- 20 
klebt, sein und der Chip ausschlieSlich mittels Drahtverbin- 
dungen mit dem Leiterrahmen elektrisch verbunden sein. 
Der Chip kann ebenso auf einem separaten thermischen An- 
schluB monuert sein, der in den Gehausekorper eingebettet 
ist, und wiederum mittels Drahtverbindungen elektrisch an 25 
den Leiterrahmen angeschlossen sein. All diese Ausfuh- 
rungsformen verlassen den Grundgedanken der vorliegen- 
den Erfindung nicht 

Patentanspriiche 30 

1. Leiterrahmen (1) fur ein oberflachenmontierbares 
sti-ahlungsemittierendes Bauelement mit mindestens 
einem ChipanschluBbereich (4) und mindestens einem 
mit diesem elektrisch verbundenen ex tern en Lbtan- 35 
schluBstreifen (2a, 2b), dadurch gekennzeichnet, dafi 
zwischen dem ChipanschluBbereich (4) und dem Lot- 
anschluBstreifen (2a, 2b) ein Federelement (3a, 3b) 
ausgebildet ist, das vollstandig in ein und derselben 
Ebene des Leiterrahmens (1) verlauft wie der Lotan- 40 
schluBstreifen (2a, 2b) und in paralleler Richtung zu ei- 
ner Montageebene eines Bauelementgehauses (8) eine 
Bewegung des LotanschluBstreifens relativ zum Chip- 
anschluBbereich (4) ermoglicht 

2. Leiterrahmen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB zwischen dem Federelement (3a, 3b) und 
dem ChipanschluBbereich (4) ein Halteelement (6a, 
6b) zur Fixierung des ChipanschluBbereiches (4) in 
dem Bauelementgehause (8) vorgesehen ist 

3. Leiterrahmen nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB zwischen dem ChipanschluBbereich (4) 
und dem Halteelement (6a, 6b) ein weiteres Halteele- 
ment (6c) angeordnet ist 

4. Leiterrahmen nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Halteelement bzw. mindestens 55 
eines der Halteelemente (6a, 6b) ein Durchbruch oder 
eine Aussparung im Bereich zwischen dem Federele- 
ment (3a, 3b) und dem ChipanschluBbereich (4a, 4b) 
ist, in den bzw. die das Bauelementgehause (8) ein- 
greift 60 

5. Leiterrahmen nach mindestens einem der vorigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Federele- 
ment (3a, 3b) oder der LotanschluBsstreifen (2a, 2b) ei- 
nen Fuhrungsteil (9, 9a, 9b), insbesondere eine Nase 
(9a, 9b) aufweist der insbesondere vom Bauelement- 65 
gehause (8) derart gestiitzt ist, dass er gegen ein Verbie- 
gen des LotanschluBstreifens (2a, 2b) insbesondere zur 
Vorderseite des Gehauses hin wirkt. 
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6. Leiterrahmen nach mindestens einem der vorigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Leiter- 
rahmen (1) insgesamt eben ausgebildet ist 

7. Leiterrahmen nach mindestens einem der vorigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Leiter- 
rahmen (1) zwei exteme AnschluBstreifen (2a, 2b) auf- 
weist 

8. Leiterrahmen nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwischen den extemen AnschluBstreifen 
(2a, 2b) und den zugehorigen ChipanschluBbereichen 
(4) jeweils ein Federelement (3a, 3b) angeordnet ist. 

9. Leiterrahmen nach einem der vorigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Federelement (3a, 
3b) einen Federstreifen umfaBt dessen Streifenbreite 
geringer als die Breite des angrenzenden AnschluB- 
streifens (2a, 2b) ist 

10. Leiterrahmen nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Federstreifen quer zur Haupterstrek- 
kungsrichtung des Leiterrahmens (1) verlauft 

11. Leiterrahmen nach einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der ChipanschluBbereich 
(4) ein Chipmontageteil (14) und ein davon beabstan- 
det angeordnetes DrahtanschluBteil (13) umfaBt 

12. Leiterrahmen nach einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der AnschluBstreifen (2a, 
2b), das Federelement (3a, 3b) und ein diesem zuge- 
ordneter Teilbereich des ChipanschluBbereichs (4) des 
Leiterrahmens (1) einstuckig ausgebildet sind. 

13. Leiterrahmen nach einem der vorigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Leiterrahmen (1) mit 
einer die Lot- oder Bondeigenschaften verbessemden 
Oberflachenvergutung versehen ist 

14. Gehause fur ein strahlungsemittierendes oberfla- 
chenmontierbares Bauelement, dadurch gekennzeich- 
net, daB es mindestens einen Leiterrahmen (1) nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 13 enthalt 

15. Gehause nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Leiterrahmen (1) derart in einen Gehause- 
korper (80) eingebettet ist, dass der externe AnschluB- 
streifen (2a, 2b) und zumindest teilweise das Federele- 
ment (3a, 3b) aus diesem herausragen. 

16. Gehause nach Anspruch 14 oder 15, unrnittelbar 
oder mittelbar zuriickbezogen auf Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB am Gehausekorper (80) minde- 
stens ein Fuhrungselement, insbesondere ein Fiih- 
rungsvorsprung (10a, 10b, 10c) oder eine Fuhrungsnut 
vorgesehen ist, das mit dem Fiihrungsteil (9, 9a, 9b) des 
Leiterrahmens zusammenwirkt 

17. Gehause nach einem der Anspruch 15 und 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Gehausekorper (80) ei- 
nen Gehausegrundkorper (8) aufweist, in den der Lei- 
terrahmen (1) derart eingebettet ist dass der exteme 
AnschluBstreifen (2a, 2b) und zumindest teilweise das 
Federelement (3a, 3b) aus dem Gehausegrundkorper 
(8) herausragen. 

18. Gehause nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Gehausegrundkorper (8) parallel zur Ebene 
des LotanschluBstreifens (2a, 2b) eine im Wesentlichen 
kreisrunde oder ovale Querschnittsform aufweist 

19. Gehause nach Anspruch 16 und 17 oder nach An- 
spruch 16, 17 und 18, dadurch gekennzeichnet daB das 
Fuhrungselement am Gehausegrundkorper (8) ange- 
ordnet, insbesondere an diesem angeforrat ist. 

20. Gehause nach einem der Anspruche 15 bis 19, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Gehausekorper (80) 
bzw. der Gehausegrundkorper (8) aus einer Form- 
masse, insbesondere aus einem Thermoplastmaterial 
gefertigt ist 
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21. Gehause nach einem der Anspriiche 15 bis 20, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das Gehause ein Strah- 
lungsaustrittsfenster (12) aufweist, in dem der Chipan- 
schluBbereich (4) des Leiterrahmens (1) angeordnet ist 

22. Gehause nach Anspruch 17 oder nach einem der 5 
Anspriiche 18 bis 21 unter Riickbezug auf Anspruch 
17, dadurch gekennzeichnet, daB das Strahlungsaus- 
tritlsfenster (12) zumindest teilweise von Seitenflachen 
begrenzt ist, die derart ausgebildet sind, dass sie zu- 
mindest fiir einen Teil einer von einer im Strahlungs- 10 
austrittsfenster (12) angeordneten Strahlungsquelle 
ausgesandten Strahlung als Strahlungsreflektor (11) 
wirken. 

23. Gehause nach Anspruch 16 oder nach einem der 
Anspriiche 17 bis 22 unter Riickbezug auf Anspruch 15 
16, dadurch gekennzeichnet, daB der Gehausekorper 
(80) bzw. der Gehausegrundkorper (8) als Fuhrungs- 
element einen Vorsprung (10) aufweist, der mit dem zu 
stiitzenden Federelement (3a, 3b) oder LotanschluB- 
streifen (2a, 2b) ilberlappt 20 

24. Gehause nach einem der Anspriiche 14 bis 23 mit 
einem Leiterrahmen gemaB Anspruch 4 oder gemaB ei- 
nem der Anspriiche 5 bis 13 unter Riickbezug auf An- 
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Gehause- 
korper (80) bzw. der Gehausegrundkorper (8) eine Nut 25 
aufweist, in den der Fiihrungsteil (9, 9a, 9b) des Feder- 
elements (3a, 3b) bzw. des LotanschluBstreifens (2a, 
2b) hineinragt 

25. Oberflachenmontierbares strahlungsemittierendes 
Bauelement, dadurch gekennzeichnet, daB es einen 
Leiterrahmen (1) gemaB einem der Anspriiche 1 bis 13 
und/oder ein Gehause nach einem der Anspriiche 14 
bis 23 aufweist 

26. Strahlungsemittierendes Bauelement nach An- 
spruch 25, dadurch gekennzeichnet, daB im Chipan- 
schluBbereich (4a, 4b) auf dem Leiterrahmen (1) oder 
gegebenenfalls auf dem Gehausegrundkorper (8) ein 
strahlungsemittierender Chip (16) befestigt ist 

27. Strahlungsemittierendes Bauelement nach An- 
spruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daB der 40 
strahlungsernittierende Chip (16) ein Halbleiterchip ist 

28. Strahlungsemittierendes Bauelement nach An- 
spruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Chip (16) zumindest teilweise mit einer strahlungs- 
durchlassigen Masse, insbesondere einer Kunststoff- 45 
masse umhullt ist 

29. Strahlungsemittierendes Bauelement nach An- 
spruch 28, dadurch gekennzeichnet, daB die strahlungs- 
durchlassige Masse ein GieBharz oder eine Pressmasse 
auf der Basis eines Reaktionsharz, insbesondere ein 50 
Epoxidharz, Acrylharz oder Silikonharz oder eine Mi- 
schung dieser Harze ist 

30. Anordnung mit einer Mehrzahl von strahlungs- 
emittierenden Bauelementen nach einem der Ansprii- 
che 25 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daB ein Trager 55 

(19) mit einer Mehrzahl von Durchbriichen (20) vorge- 
sehen ist und die strahlungsemittierenden Bauelemente 
jeweils mit den AnschluBstreifen (2a, 2b) an einer Bau- 
elementseite des TYagers befestigt sind, derart, dass 
ihre Gehausekorper (80) bzw. Gehausegrundkorper (8) 60 
jeweils in einen der Durchbriiche (20) ragt oder diesen 
durchragt 

31. Anordnung nach Anspruch 30, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der TYager (19) eine Abstrahlungsseite 
(21) aufweist, die sich an dessen der Bauelementseite 65 
gegenuberliegenden Seite befindet und die Bauele- 
mente jeweils mit ihrer Vorderseite in die Durchbriiche 

(20) ragen bzw. durchragen. 
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32. Anordnung nach Anspruch 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die abstrahlungsseitige Oberflache des 
Tragers (19) strahlungsabsorbierend, insbesondere ge- 
schwarzt, ist. 

33. Anordnung nach Anspruch 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die abstrahlungsseitige Oberflache des 
Tragers (19) diffus reflektierend, insbesondere weiB, 
ist 

34. Anordnung nach einem der Anspriiche 31 bis 33, 
dadurch gekennzeichnet, daB abstrahlungsseitig dem 
Trager (19) eine Streuplatte (22) nachgeordnet ist 

35. Anordnung nach einem der Anspriiche 31 bis 34, 
dadurch gekennzeichnet, daB abstrahlungsseitig dem 
Trager (19) eine Flussigkristallanzeige nachgeordnet 
ist 

36. Anordnung nach einem der Anspriiche 30 bis 35, 
dadurch gekennzeichnet, daB der TYager (19) flexibel 
ausgebildet ist 

37. Anordnung nach einem der Anspriiche 30 bis 36, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Trager (19) elek- 
trische Leitungsstrukturen ausgebildet sind. 
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